华为规范在\\Fps-data01\公共目录-工程部\部分顾客要求\华为规范\
共用部分： 
1. 板材、叠层：
1） W037顾客板内无PB标记时，不允许添加无铅标记； 
2. 其他：
1） 制作此顾客订单，需华为小组成员，并需要培训《华为PCB CAM制作要点》、《华为单PCB常规问题处理方法》；
2） W008顾客的要求：制作此顾客订单，需华为小组成员，并需要培训《华为PCB CAM制作要点》、《华三单PCB常规问题处理方法》；

3） 华为工程制作要求请查看： \\Fps-data01\公共目录-工程部\部分顾客要求\客户协议\华为客户联系、确认方式\华为PCB CAM制作要点.doc；

4） 要求核对丝印板名与客户型号是否一致；

5） 当反光点≤反光点开窗<反光点单边+5mil（补偿前）时，一律将反光点开窗加大至补偿前5mil制作. (该点为编号P2PD20120716001内部联络单中要求)；若有40mil Mark点放置在铜箔上的设计，请避免出现因Mark点开窗造成成品Mark点放大的情况，成品Mark点统一按照为40mil管控；

6） 该客户默认所有板都有CAF要求，不同网络孔壁间距和板材使用必须符合联络单《关于有CAF要求的FR4材料通孔板不同网络最小孔壁间距设计规则》要求；
使用S1141时，若最小孔壁间距小于等于0.35mm，则 1） 建议更改为S1000H或IT-180A板材   2）建议移相邻孔与玻纤经纬向成45度（如下图:）
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7）顾客说明文件中无打叉要求时，不允许有打叉板。

3. W006/W025常规问题处理办法见附件：

[image: image2.emf]华为一般性PCB工程 问题操作意见表V4.0.xlsx


4. 2015年6月1日，所有华为代码（W006、W025、W03H、W03K、 W021、 W023 、W024、W027 、W037、W03G、W03B、W03E、W03F、W008）周期格式由WWYY切换为YYWW。
等到2015年6月1日再更正为：所有华为代码（W006、W025、W03H、W03K、 W021、 W023 、W024、W027 、W037、W03G、W03B、W03E、W03F）周期格式默认为YYWW
5. 树脂塞孔：如下左图为塞孔不电镀铜，右图为POFV（塞孔+铜盖帽）

	      树脂塞孔——VIA filled by resin  
	POFV（树脂塞孔+铜盖帽）——VIA filled POFV
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客户要求树脂塞孔的，请预审和客户沟通，建议按 POFV加工；客户不同意的，按原要求加工
6.介质耐电压测试

   按照设计文件中耐压等级要求进行测试，无指定耐压等级的PCB按照Voltage-A执行。
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    ①按照客户最新下发的耐压测试临时要求分A、B、C进行测试，客户图纸或者说明文档有明确要求的按设计要求 。没有明确要求的，符合入口条件的，按A级进行测试 。

    ② 顾客没有注明测试点时，与顾客确认索取 。

    ③3.5MIL 介质厚度是指设计值 。

    ④ 耐压测试的PCB入口条件

                        条件1：PCB相邻层之间的介质厚度≤3.5mil的电源或地层；

                        或 条件2：PCB设计文件指定的层或位置

7.表层铜公差：
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8. 板名以OM开头（如OM3920X1PTX Ver.B），且有DB pad、WB pad和金手指的PCB为短距光模块PCB,则需要查看如下附件：短距光模块ＰＣＢ．ｄｏｃ
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9. 华为高速高频材料对应铜箔类型表(W006)

                                       
[image: image8.emf]华为高速高频材料 对应铜箔类型表.doc


10.
PCB供应商工程问题确认操作规范

                                      
[image: image9.emf]PCB供应商工程问题 确认操作规范V5.0.pdf


11. 孔的公差 

孔公差英制与公制转换后规格判定原则：单位转换后，保留小数点后2位，采用四舍五入的原则。示例： 91mil NPTH孔转换公制为91*0.0254mm=2.3114mm，公差按照下表为+0.10/-0mm，转换后范围为：2.3114-2.4114mm。按照四舍五入，判定规格变为： 2.31~2.41mm。
12.
	S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

	客户代码
	技术中心给出替换规则
	工程执行要求

	W006、 w021、 W023 、W024、 W025 、W027 、W037、W03G、W03H、W03Q，W008，W03B、W03E，W03K
	不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材
	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新规范执行。


13. 内层非功能孔盘（非厚铜板，顾客无要求时）

非厚铜PCB设计，成孔孔径≥1.25mm必须保留所有内层非功能焊盘, 成孔孔径<1.25mm的直接删除
14.镀覆层：    
	ENEPIG(厚钯)镀层
	Ni/um
	Pd/um
	Au/um

	厚度规格 
	3.0-8.0
	0.3-0.8
	0.05-0.15


    ImmSn镀层厚度：0.8-1.4um
15. 非压接孔/槽位置精度
    定义：非压接孔是指用于定位/装配等金属化和非金属化孔，孔径≥0.6mm；槽特指金手指Key slot槽和Cavity槽；位置精度是指非压接孔/槽到任一其他非压接孔/槽的位置偏差ΔH＝｜HD－HT｜，HD是PCB非压接孔/槽到任一其他非压接孔/槽的理论位置，HT是PCB非压接孔/槽到任一其他非压接孔/槽的实际位置。一般PCB相距最远的非压接孔/槽的位置偏差最大。    
	类型 
	对应图示 
	位置精度 

	NPTH中心到PAD中心位置精度 
	A1
	+/-5mil 

	PTH中心到PAD中心位置精度 
	A2
	+/-5mil

	PTH中心到PTH孔中心位置精度
	B1
	+/-4mil

	PTH中心到NPTH孔中心位置精度 
	B2
	+/-4.5mil

	NPTH到NPTH孔中心位置精度 （对角线）
	B3
	+/-4mil

	PTH中心到非金属化槽边缘位置精度 
	C1
	+/-6mil

	NPTH中心到非金属化槽边位置精度
	C2
	+/-6mil

	PTH中心到金属化槽边缘位置精度 
	C3
	+/-6mil

	NPTH中心到金属化槽边缘位置精度 
	C4
	+/-6mil

	金手指Key slot槽中心到槽中心位置精度 
	D1
	+/-5mil

	金手指Key slot槽中心到PAD中心位置精度 
	D2
	+/-6mil
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                        非压接孔/槽位置精度示意图
   注意：针对如上类型中的孔、盘、槽等物件，工程在文件中任意选择（距离最好大一点）
16. Mark点阻焊开窗和Mark点距离非金属化孔位置偏差 

    Mark点阻焊开窗尺寸公差≤±3mil 

    Mark点到非金属化孔的最大位置偏差：X轴或Y轴直线距离≤500mm时，距离公差按≤+/-5mil控制，X轴或Y轴直线距离>500mm时，距离公差按≤+/-6mil控制
17.网络能源产品要求：        
	 
	      网络能源产品PCB板材库V1.0（供应商版）已通过GDP系统正式发放，按附件执行；
                                           
[image: image12.emf]网络能源产品PCB板 材库V1.0（供应商版）.xlsx


      我司UL报备情况，请见附件《网络能源产品PCB板材库V1.0（UL备案20180824）》。网络能源产品PCB添加的UL必须是清单中贵司报备的UL(若不在该清单中，请与顾客确认)。


                                     
[image: image13.emf]网络能源产品PCB板 材库V1.0（UL备案20180824）-快捷.xlsx


预审部分： 
   1. 如果板尺寸超过：520*750MM，则预审需要反馈给销售
CAM部分： 
1.对于喷锡板: BGA焊盘HASL厚度允收标准2-40微米，非BGA区域尺寸≤1.5*1.5mm焊盘HASL厚度接受标准1-40微米
2.打叉板要求：

    具有X-out单元（坏单元板）的拼板

类型 具体要求
研发板：

 ①光绘文件有X-out定义则以光绘文件为准，未定义则默认不允许X-out，光绘文件允许X-out的情况，拼板单元≤7，允许X-out≤2；8≤拼板单元≤14，允许X-out≤3；拼板单元≥15，允许X-out≤5。

 ②报废单元两面打上永久性黑色标记“X”，Ink点（光绘文件中要求涂黑的Mark点）需完全涂黑，禁止掉色，其它Mark点不能被涂黑或污染。

 ③有X-out单元的拼板单独包装，禁止和X-out＝0的拼板混装，且需按X-out单元位置分箱包装，并在外包装标签备注栏上注明X-out单元位置。

生产板 ：

①光绘文件有X-out定义则以光绘文件为准，未定义则默认不允许X-out，光绘文件允许X-out的情况，拼板单元≤7，允许X-out≤2；8≤拼板单元≤14，允许X-out≤3；拼板单元≥15，允许X-out≤5。

②报废单元两面打上永久性黑色标记“X”，Ink点（PCB文件中要求涂黑的Mark点）须完全涂黑，禁止掉色，其它Mark点不能被涂黑或污染；

③X-out报废的PCB可以集中交货,交货OK单元数量必须为拼板整数倍，且交货PCB周期间隔数≤4，X-out报废PCB必须分开包装，包装箱的表面粘贴红色胶带，并备注单元报废数及OK单元数；X-out板中的报废单元不允许异物污染。

备注：

●SMARTDRILL层要求按“终端刚性PCB性能规范及验收标准”的编码即终端转华技编码，此类编码无论拼板数量，可接受最多1单元报废，其余X-out出货规则按华技要求
3. ERP备注：

     阻焊及终检工序备注： 

            当板厚≤3.2mm，外层底铜≤HOZ时，备注：阻焊undercut≤1.2mil，且不能致使导体底部露铜
            当板厚＞3.2mm或外层底铜＞HOZ时，备注：阻焊undercut≤2mil，无贯穿及脱落
FPC:
1.对于柔性板Set中UNIT数小于等于4时，允许1个打叉；大于4时，允许打叉数量小于等于2

2.FPC规范见附件。                   
[image: image14.emf]FPC_华为设计规范. docx


 3. 阻抗板需在蚀刻流程中按如下要求抓图指示阻抗线位置：

    每一组阻抗线需要标注最小间距和最大间距的位置（指的是和非阻抗线之间），截图并备注ERP，阻抗线的线宽线距同样需要备注。
华为终端顾客（W023）要求：

[image: image15.emf]w023.doc








_1573481807.doc
      华为已认证高速高频板材对应铜箔类型如下，各板材对应铜箔名称已与各家CCL供应商对齐，各PCB供应商在与华为研发确认层叠及铜箔信息时，必须使用下表中对应铜箔名称。其他铜箔名称一律拒绝。

   华为设计文件中板材选型已按照如下表格铜箔类型进行匹配，非下表中板材与铜箔对应关系的，请EQ确认。
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    吴胜波，杨永星，陈立宇								1、优化前一版本描述及要求，如表层铜厚问题、非功能焊盘处理等；
2、新增相关加工说明，如V-cut、层偏COUPON 塞孔等；
3、 增加详细图示说明；
4、优化背钻孔，散热器上塞孔描述
5、修改UL/拼板出货问题答复责任人，修改后的答复责任人为TQC；
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华为一般性PCB工程问题操作意见表V4.0

		华为一般性PCB工程问题操作意见表V4.0







		类型序号		问题类型		具体类型		问题编号		问题描述		处理办法		是否需工程确认		说明链接		快捷与华为确认问题及华为回复		备注

		1		不属于工程确认范畴的问题		阻焊/字符/塞孔油墨更换		1-1		PCB厂家生产过程中更换阻焊/字符/塞孔油墨，或者使用未经华为认可的材料		不属于工程确认范畴，请供应商联系SQE协商解决		否

						钻头供应商更换		1-2		PCB厂家生产过程更改钻头供应商				否

						阻焊加工方式更换		1-3		PCB厂家询问更换阻焊加工方式：由普通丝印加工方式改为静电喷涂，或者由静电喷涂改为普通丝印加工				否

						质量缺陷接受		1-4		PCB厂家请求接受某些有生产缺陷的PCB（包含但不限于已生产单板不满足华为刚标标准或隐性质量问题），比如外观缺陷、二维码加工缺陷问题等				否

						成本		1-5		PCB厂家询问所有成本事宜				否

						转单		1-6		PCB厂家内部不同工厂，或者外部转单确认				否

						更改交货方式		1-7		交货方式变更				否

		2		不接受修改的问题		更改设计文件		2-1		拼版方式更改、拼板间距更改、拼板单元报废（文件未标注X-out 且拼板数量＜3*5）、移动mark点、表面处理方式更改		此5类问题不接受更改		否

		3		资料格式处理		274D格式花焊盘		3-1		274D老格式单板花焊盘只显示了外径		厂家处理光绘资料时花焊盘参数转换格式需要按照附表制作，		否		平面层花盘参数表

		4		EQ答复
要求		答复要求		4-1		对于确认问题华为答复为“拒绝”。		1.华为答复为“拒绝”，厂家如果按照原文件制作，无须再提交该问题答复。
2.华为答复为“拒绝”，备注栏已经给出明确解决方案或意见，且说明“如无法按原文件制作，请重新提交EQ确认”，厂家必须重新提交EQ进行确认，直到华为答复为“接受”。
3.华为答复为“拒绝”，厂家不按照原文件制作或华为没有给出解决方案或意见，厂家要重新提交该问题的处理方式进行确认，直到华为答复为“接受”或给出解决方案或意见。		是

		5		板材
铜箔		板材更换		5-1		各种板材间的更换，包括常规FR4/Mid-Tg FR4/High-Tg FR4之间的替换		只要涉及到板材更换的单板，需要提交PCN给SQE，若叠层阻抗发生变化的需要再提交EQ给互连确认。		是						若阻抗叠层变化，需要提EQ确认

						铜箔更换		5-2		不同类型铜箔更换，包括STD(HTE)，RTF，HVLP，HS-M2-VSP,RA等		1.对于使用Middle loss(TU862HF/EM370D/IT170RGA/EM828G) 以下FR4板材,文件未 指定铜箔型号的，默认使用STD(HTE)，如 需要使用其他型号铜箔，需提交EQ确认。
2.对于使用Middle loss(TU862HF/EM370D/IT170RGA/EM828G) 及以上高速板材,文件未指定铜箔型号的，需要工程确认使用 具体的铜箔型号。
3.文件指定铜箔型号的，原则上不允许更换为其他型号铜箔，如需要更换，需要提交EQ确认。		是						表层禁用RTF铜箔，涉及铜箔类型更换的，需要EQ确认。

		6		层叠阻抗		相邻走线层间调整		6-1		在遇到走线层相邻层间厚度要调整设计值时，要注意调整幅度。		相邻走线层调整不能超过设计值的+/-10%，建议往+10%的 方向调整。		否						供厂家设计阻抗层叠调整时参考，实际以单板stackup中标识的介质厚度、屏蔽层、阻抗线宽为准。

						相邻电源层间调整		6-2		在遇到相邻电源层间厚度要调整设计值时，要注意调整幅度。		相邻电源层调整不能超过设计值的+/-10%，建议往+10%的 方向调整。		否

						相邻参考层间调整		6-3		在遇到平面层和走线层层间厚度要调整设计值时，要注意调整幅度。		相邻走线层和参考层相邻调整不能超过设计值的+/-10%，建议往-10%的方向调整。		否

						叠层调整		6-4		更改PP和Core玻纤类型/含胶量、铜箔类型等		1.对于应用高速板材（Middle loss(TU862HF/EM370D/IT170RGA/ EM828G)层级及 Middle loss层级以上板材）的新设计无铅单板， 靠近1OZ和2OZ导体侧的PP需选用普 通玻纤布，远离1OZ和2OZ导体 侧的PP类型不做限定，可选用扁平开纤玻璃布或是普通玻璃布。
2.对于应用高速板材（Middle loss(TU862HF/EM370D/IT170RGA/ EM828G)层级及 Middle loss层级以上板材）的新设计无铅单板， 禁用7628、1506厚玻纤布。		是

						芯板		6-5		若华为未提供叠层结构的单板。		默认层间厚度指的是介质厚度(不包括铜箔厚度)：其中2-3、4-5、6-7、8-9、10-11间用的是芯板，芯板默认铜箔厚度1oz；其它 层间用的是半固化片，外层铜箔0.5oz+Plating。		是		未标注层叠结构的参考图

		7		孔		定位孔数量不足		7-1		单板加工成型时需要使用最少3个非金属化孔进行定位，而设计文件中用于定位的非金属化孔数量不足		在满足孔径公差与孔外观的前提下优先使用板内的孔做定位使用，允许轻微擦花不允许有毛刺；
也可以在辅助边上添加用于定位的非金属化孔，并保证孔壁与Mark点中心3mm以上的安全距离(没有辅助边的单板需要与设计者确认添加位置)；		是						单板内加非金属化定位孔要确认，在辅助边加不需要确认

						钻孔孔径		7-2		厂家对Smartdrill文件中的钻孔大小有疑问，是要求钻头大小要求还是钻孔孔径要求？		是指PCB上的钻孔孔径大小要求。设计文件上不指定钻头大小规格。如具体PCB实现有问题，请工程确认。		是

						同一孔径公差不同		7-3		设计文件中同一孔径的孔有少数标注了特殊公差，其他同孔径的孔如何控制		有特殊公差要求的孔按照标注的公差执行
无标注特殊要求的孔按照《刚性PCB性能规范及验收标准》检验标准制作；		否

						交叉孔/相交孔		7-4		厂家询问在交叉孔/相交孔中间加钻小孔，以去除毛刺		允许对交叉孔加钻小孔去毛刺，当加钻孔孔径≤交叉孔公共弦长+0.1mm时，可以不用EQ确认，如果超出要EQ确认。		是

						星月孔		7-5		厂家询问删除位于单元外或者单元外形线上的星月孔		离外形（10MIL的外形线）10mil以内的星月孔，同意删除。		否		星月孔图示

						铜桥		7-6		内层铜厚≤2oz的，厂家询问删除铜桥		对于≥3.4mil铜桥必须保留；对于＜3.4mil铜桥厂家要发工程EQ确认是否可删除，并指明哪些在BGA区域/连接器区域。
厚铜板铜桥删除，需要EQ确认。		是						要特别注意，曾发生批量质量问题。

						层偏加泪滴		7-7		厂家为控制层偏提出内层添加泪滴		泪滴的添加方式有两种，如果华为文件中有标注则按照标注执行，没有标注的则任选一种。		否		泪滴大小和规则说明

						不同表面处理方式外层加泪滴		7-8		厂家询问添加化学银，或者ENIG+OSP设计外层焊盘连接位加泪滴		同意添加泪滴。如果华为文件没有特殊要求，则泪滴加工方式不做要求。		否

						PTH孔		7-9		若PTH孔环与孔径等大时		须与工程EQ确认 		是

						重孔		7-10		如果钻孔图中有重孔时		允许删去其中重叠的小孔或同等大的孔。		否

		8		背钻		背钻孔径		8-1		厂家询问更改背钻孔径		更改原则，必须保证背钻孔比一钻孔径大0.20mm或以上；到周围铜皮/线路间距至少7mil。如果不满足以上条件要更改的，必须工程确认：要求厂家明确一钻孔径，到周围铜皮/线路间距。		是

						反焊盘		8-2		厂家询问更改反焊盘		如果需要加大反焊盘，单板保证背钻孔壁到铜皮间距7mil以上，背板（板名版本后面标注有BP）8mil以上。并需要工程确认明确一钻孔径，更改前后反焊盘大小，以供华为回复判断。
文件明确要求不能修改反焊盘的，按照原文件制作。		是

						背钻塞孔		8-3		整板设计为绿油塞孔，背钻孔阻焊开窗且无特殊备注；		不塞孔,按原设计制作；		否		背钻孔绿油覆盖图示

										整板设计为绿油塞孔,背钻孔未阻焊开窗，
且背钻深度>20mil或者板厚>2.5mm		不塞孔,非背钻面开比成孔大7mil的小窗；		是

										整板设计为绿油塞孔,背钻孔未阻焊开窗，
且背钻深度≤20mil且板厚≤2.5mm		绿油塞孔；		否

										整板设计为树脂塞孔或者POFV，		树脂塞孔或者POFV。 绿油开窗按原设计文件制作，ICT测试点禁止覆盖绿油。		否

						背钻规则		8-4		1、设计描述规则太多，厂家执行规则不清晰：
2、钻带文件中钻穿层与非钻穿层，引起误解；		优先残柱、其次未钻穿层、再次stub、最后钻穿层， 文件名中的层描述仅作参考；		否		背钻说明图示

		9		标注		孔的公差		9-1		我司《刚性PCB性能规范及验收标准》 在升级过程中将关于孔公差的章节号从原来的6.6.2更改为6.6.1，导致很多单板上的标识与规范对应不上；		所有标识为“UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,THE TOLERANCES OF DRILL SHALL BE ACCORDING TO 6.6.2 OF DKBA3178.1”的标注，统一参照现有《刚性PCB性能规范及验收标准》的6.6.1章节；		否

						非HASL单板的SnPb th要求		9-2		Drill层的“Drill Tolerance Chart”表包含一个“SnPb th”信息，使用非HASL表面处理方式时相冲突；		非HASL单板忽略“SnPb th”的要求；		否

						外形		9-3		若外形图中无孔到边数据，则一律按Gerber文件测得		按照Gerber文件制作		否

						标注和图纸不符		9-4		若我方提供的图纸（或标注尺寸）和Gerber文件的外形尺寸不一致时，两者相差在5mil以内时		按照Gerber文件制作		否

						标注个数与实际个数不符		9-5		标注的转角个数与实际转角个数不符或者文件无标注转角的		按照Gerber文件制作		否

						标注和图纸不符		9-6		若我方提供的图纸（或标注尺寸）和Gerber文件的尺寸对比，发现一些指向不明确的尺寸（引线不在孔中心等等尺寸）		按照Gerber文件制作		否

						特殊标注文字		9-7		部分单板的drill文件中包含“Multiple plated thru holes to ground”的描述		忽略此描述内容		否		特殊标注文字

						找不到阻抗线		9-8		存在“Impedance List”中的阻抗线找不到的情况		此种情况需要工程确认；		是

		10		露铜		非金属化孔		10-1		非金属化孔到铜箔距离小于10mil或钻在铜箔上；		允许削铜箔至间距10mil以避免露铜；		否		铜面上的非金属化孔		若削铜超过10mil，需EQ确认

						板边露铜		10-2		板内大铜箔延伸到板边、open windows或者金手指斜边，距离成型边很近 容易导致漏铜，或伸出成型边外导致漏铜。		对于大铜箔距离板边、open windows、金手指斜边较近的情况， 允许修铜至间距成型边10mil保证不露铜（除了smartdrill层有特殊备注要求露铜的以外）。		否		板边图形				此要求是针对削铜皮情况。

						板外图形		10-3		板外有焊盘、钻孔、铜箔		辅助边、实连接、邮票孔属于板外，单板上器件延伸的焊盘、钻孔、铜箔允许删掉。		否

						板边图形
（距离板边10mil区域）		10-4		板边沿有焊盘、钻孔、小铜箔（非板内铜箔延伸）		除板边coupon、锡手指、侧壁铜等功能设计外，允许删除板边沿的焊盘、钻孔、铜箔图形，确保不露铜。		是		板外图形				此要求是针对铜皮直接删除情况。

		11		丝印		丝印在板外		11-1		板外有丝印字符		超出板框的器件外形丝印可删除，如果是器件位号（例如：J1、J2此种）需要移向板内。 辅助边属于板外，辅助边上属于单板上器件延伸的丝印等允许删掉		否						板外器件位号移动到板内的，请EQ确认

						丝印在板边
（距离板边10mil区域）		11-2		板边沿有丝印字符		板边连接器管脚丝印（例如：1、2、a、b）优先往板内移动，其次允许残缺或删除。		是

						丝印加工能力		11-3		设计文件中有部分丝印超出了厂家加工能力，一部分是器件封装中使用的不规范字符，一部分是使用了终端设计中的31号字体；		允许将此类字符放大到32号字规格（宽25、高30、行间距50、线宽5、字符间距0），并满足我司单板检验标准的相应要求；
当空间不满足此规格字符放置时需要与设计者进行工程确认；		是						单位：mil

						丝印重叠		11-4		字符重叠时		允许移位，但是不能距离本体太远，移位后不能影响正负极和1脚标识的识别。		是

						外层底铜＜2OZ单板		11-5		单板加工时丝印出现模糊		允许字符模糊不清，但仍可辨认，不致混淆。		否				允许套除字符		丝印类问题请遵照刚标中检验标准执行。

						外层底铜≥2OZ单板		11-6		单板加工时丝印出现模糊		允许字符模糊不清， Logo及Date Code等可追溯性标识可辩认。		否

						丝印上阻焊开窗		11-7		PCB设计中丝印设计距离阻焊开窗太近，易造成丝印上焊盘、测试点或者亮铜区域的		适当移动丝印制做，没有移动空间可以依阻焊PAD＋8mil套除文字制做;有方向标识和1脚标识的器件，其方向标识和1脚标识需保留，并且不能做大的移动。器件丝印框可以直接套除制做。		否						1.亮铜也就是阻焊开大窗（地）
2.对于客户，没有SURFACE和PAD的概念，按大铜皮开窗处理规则即可。

												图纸中明确标注指定区域或条款说明需要加印丝印，不允许直接套除或套开加工。		是

						丝印上过孔开窗		11-8		PCB设计中丝印在过孔开窗上，包括厂家logo、防静电等。		A.普通丝印在过孔上（<=12mil）,按阻焊PAD＋8mil套除制做，大于12mil的过孔要根据具体情况处理，提EQ确认；		否

												B.板名、版本、周期信息、logo、静电标志、无铅标识、UL等保证清晰可见，可以套除（不需要EQ）或者适当移动（需要EQ)。		/						套除后不能影响识别，如果对识别有影响，需要移动。

						丝印入NPTH孔		11-9		字符入NPTH孔		不允许入孔且也不允许删除字符，可将字符移到附近。		否

						静电标识、LOGO、UL等		11-10		A：PCB中无防静电标记时
B：设计的LOGO大小放不下厂家LOGO、生产周期、UL标志时。		A：需补加防静电标记丝印图形。但若板尺寸太小，可缩小图形，仍无位置加防静电标记时，则需要确认。 
B：必须添加厂家LOGO标识，如果单板空间不足时，建议由板厂依据实际情况将LOGO分开区域放置。
补充说明：厂家补充添加或调整位置的防静电标志、LOGO标识、生产周期、UL标志等产品标识不允许加在辅助边上、器件底部，不允许被拉手条覆盖。 		是

						单板板名		11-11		设计时间为04年以前的单板，华为订单上的板名和GERBER资料中的板名不一致。在实际GERBER中，板名和版本号中间多了一个
“.+数字”。导致两者信息不一致。		核对单板板名时忽略GERBER中板名和版本号中间的“.+数字”。单板上板名按照GERBER制作。		否		历史单板板名

		12		无丝印
设计		标识文字规格		12-1		华为的无丝印设计PCB文件中，有少量使用铜线蚀刻或阻焊开窗方式制作的文字标识，此类标识可能存在规格过小的情况，加工时存在困难；		厂家优先将此类特殊文字制作时调整到32号字规格（宽25、高30、行间距50、线宽5、字符间距0），如果厂家无法调整可通过工程EQ确认是否可修改字符到丝印层。		是						单位：mil

						蚀刻与阻焊开窗重叠		12-2		设计文件中存在铜线蚀刻标识与阻焊开窗标识重叠的情况，且位置、规格、内容完全一致；		删除铜字的阻焊开窗，保证蚀刻字油墨覆盖。		否

						防静电标识		12-3		阻焊开窗设计的防静电标识在阻焊层且开在线路上		请适当调整位置，保证不露走线		否

						丝印文件		12-4		单板标注进行了无丝印设计，但是有提供丝印文件		标准无丝印设计的单板，丝印层信息仅作为参考使用，不进行印制；		否

						特殊公差器件无法定位		12-5		单板“DRILL TOLETANCE CHART”中有部分特殊孔径的参考器件位置无法 找到，或者公差表列举器件的钻孔孔径与实际文件不一致。		1.无丝印单板无器件位号时，请参照设计文件中提供的丝印层文件进行定位，如果无法识别请工程确认。
2.特殊公差表要求的钻孔器件位号、器件数量与实际文件不一致时，工程确认。		是

		13		塞孔
类型
澄清		塞孔类型及规则澄清		13-1		华为塞孔范围与塞孔方式澄清		现行塞孔形式有三种：阻焊塞孔、树脂塞孔、POFV，整板只执行一种塞孔方式。
华技板塞孔范围：非压接孔通孔，塞孔孔径6-12mil；
能源厚铜板塞孔范围：非压接孔通孔，孔径>16mil禁止绿油塞孔；
普通树脂塞孔单板厂家要更改为POFV，需工程确认。		否				单板只允许一种塞孔方式

						OSP +ENIG单板塞孔		13-2		OSP + ENIG单板（仅BGA区域OSP）指定的区域塞孔方式不明确。		OSP +ENIG单板塞孔方式：
塞孔方式与区域不明确，按照非OSP表面处理方式执行塞孔规则。		是

						层偏coupon		13-3		层偏coupon过孔塞孔方式澄清		 不塞孔。		否						层偏COUPON10mil/14mil钻孔不属于via孔

		14		阻焊
塞孔		测试孔		14-1		A：普通测试孔。测试孔一面焊盘比另一面大，大焊盘面开窗尺寸比焊盘单边大3mil，小焊盘面塞孔。
B：偏盘测试孔。与偏盘测试点接触的普通过孔，双面未开窗的或者开小窗的
偏盘测试点：大焊盘面开窗与过孔开窗相交或者相切，过孔未开窗的，按照焊盘相交或者相切。		ICT测试孔不塞孔
A：大焊盘面开窗比焊盘单边大3mil，小焊盘面开比成孔孔径大7mil的小窗；
B：大焊盘面开窗比焊盘单边大3mil，过孔双面开比成孔径大7mil的小窗；
(过孔双面也可维持比成孔孔径大5mil的设计，保证绿油不入孔)		否		ICT测试孔说明				如果厂家对于设计和标注的冲突不理解的时候要进行工程确认

						散热焊盘的塞孔要求		14-2		未单独标注塞孔要求。		不塞孔。		否		散热焊盘上的塞孔图示

										单独标注说明不塞孔		不塞孔。		否

										单独标注说明该区域塞孔且孔中心间距≥50mil；		按全塞孔制作，双面都加绿油帽，绿油帽直径≤设计孔径（成品孔径）+10mil。		否				绿油帽尺寸≤d+10mil即可

										单独标注说明该区域塞孔且孔中心间距<50mil；		按全塞孔制作，双面都加绿油帽，绿油帽直径≤设计孔径（成品孔径）+10mil,需要EQ确认。		是

										单独标注说明该区域半塞孔；		按半塞孔制作，一面亮铜，另一面加绿油帽，绿油帽直径≤设计孔径（成品孔径）+10mil。		否

										ICT过孔在散热盘上		按不塞孔制作，需要EQ确认。		是

						光绘图形文件塞孔设计
与标注塞孔要求冲突		14-3		A:标注说明的塞孔区域有双面开窗的过孔；
B:双面盖了绿油，但是又不在塞孔区域内。
C:设计有要求过孔全塞，部分过孔有双面开小窗了。
D:非散热焊盘的孔设计上出现有一面开窗，一面盖油的过孔。
E:对于原稿设计的孔在drill层标注碰到塞孔区域框线的，一边在塞孔区域，一边在不塞孔区域		该情况为复制过孔时选择不当造成的（不包含背钻孔）；
A：无特殊说明的情况下，塞孔区域除ICT测试孔（包括正常的ICT测试孔与偏盘测试孔）以外的双面开小窗过孔全部进行塞孔，允许删除所塞孔的小窗。如果是双面开满窗的需要工程确认。
B:塞孔区域外的过孔，如果双面盖了绿油按塞孔制作。
C：塞孔，删除小窗。
D:如果此孔在要塞孔区域，则全塞孔（ICT除外），塞孔删除小窗，如果不在塞孔区域，则不塞。
E:请工程确认。		否		塞孔图示

						阻焊半塞孔		14-4		设计文件要求半塞孔设计		所有阻焊半塞孔均按照我司《刚性PCB性能规范及验收标准》的要求制作，不允许改成阻焊全塞孔，不允许在非塞孔面(器件面)残留绿油		否

		15		树脂
塞孔		树脂塞孔单板
（OSP表面处理）		15-1		设计文件要求树脂塞孔，且单板存在测试孔，设计文件中规定所有的孔需树脂塞孔；		塞孔执行树脂塞孔，测试孔塞孔；		否		塞孔图示				原则上，OSP树脂塞孔单板，测试孔也需要塞孔

										设计文件要求树脂塞孔，且单板存在测试孔，设计文件中规定所有的孔需树脂塞孔，测试孔除外；		塞孔执行树脂塞孔，测试孔塞孔；		是

						树脂塞孔单板
（非OSP表面处理）		15-2		设计文件要求树脂塞孔，且单板存在测试孔；		塞孔执行树脂塞孔，所有测试孔不塞孔；		否

												塞孔执行树脂塞孔，所有孔做POFV（含测试孔）		是

		16		铜厚		表层基铜厚度		16-1		设计文件中要求外层铜厚为0.5oz+Plating，供应商实际生产时按照0.33oz+Plating也可以达到华为的检验要求；
设计文件中要求外层铜厚为1oz+Plating，供应商实际生产时按照0.5oz+Plating也可以达到华为的检验要求；		无论0.5oz+Plating还是1oz+Plating代表的仅是设计者对完成铜厚的定义，不限制供应商基铜厚度的选择，只要最终完成铜厚满足设计要求即可(例：0.5oz+Plating的单板设计可以使用0.33oz的基铜加工，最终满足0.5oz+Plating对应的检验厚度即可)    		否

		17		Dummy Pad		网格铜		17-1		网铜小于10mil的网络同意填实。 		同意填实，但是对于不同网络的焊盘、走线、孔等要保证安全间距。		否		网格铜图示参考

						dummy pad的说明不清晰		17-2		设计文件中对dummy pad的添加没有进行说明或者说明不够清晰		Dummy pad为“直径50mil的圆形平衡铜块，铜块中心间距80mil， 且铜块中心到其 他信号的边缘间距外层必须大于105mil，内层必须大于55mil。
1.局部不允许添加dummy pad的单板，在限制区域以外可按照华为 标准添加dummy pad；
2.文件描述“Adding dummy pad is forbidden”,辅助边允许添加 dummy pad或铜皮。
3.所添加的dummy pad或铜皮边沿距离Mark点中心必须大于3mm；
4.实连接阻焊开窗区域所有层禁止添加dummy pad或铜皮。		否		Mark点禁布区图示				如文件描述禁止添加dummy pad，但文件中存在 大面积无铜区域，且加工压合存在风险的，允许提交EQ进行确认，并提供添加图示。

						大面积无铜区		17-3		平面层设计很大的无铜区		建议按照华为规范增加dummy pad，但需工程确认铺铜区域。
1、电源模块、电感区域：允许内层添加，表层禁止添加。
2、电感区域在初、次级管脚中间要求有100mil隔离，所有层禁止添加。
3、其他区域走线的垂直面上禁止添加。		是		无铜区规则图示				无法自行判断电源模块、电感区域的，可要求华为提供具体位置或者位号。

						局部铣薄区域		17-4		局部铣薄区域，在铣薄界面（含公差）添加dummy pad，铣薄后存在漏铜或者铜皮脱落短路风险		1.局部铣薄区域禁止增加dummy pad，确保铣薄区域不露铜。
2.dummy pad距离侧壁0.5mm以上，确保侧壁不露铜。
3.同时保证铣薄区距离下层图形b≥0.25mm；如果不足0.25mm，需要EQ确认。		否		铣薄区0.5mm间距图示

		18		外形问题		内角半径		18-1		有线圈设计的厚铜PCB（内层所有层设计铜厚≥2oz 的PCB），当有设计图纸为直角或锐角时而没有尺寸标注半径大小时		按照刚性检验标准按照板内槽的内角半径≤0.5mm制作		否						对于＜2oz的同类问题，可以按照R≤0.5mm 进行EQ确认

						V-CUT尖角		18-2		拼板的两个单元中间设计V-Cut，同时每个单元四个外角是圆角设计，那么V-CUT分板后每个单元靠近V-CUT的两个外角会留有小突起		允许残留小突起，要尽可能小。厂家必须用≤1.6mm的铣刀钻孔修理尖角。如果厂家不能满足铣刀要求时要工程确认。		否

						邮票孔孔径/间距		18-3		邮票孔设计不便于厂家加工，加工时容易折断；		邮票孔按照直径1mm，孔中心间距1.5mm制作；
强度不够时可通过工程EQ与设计者协商减少孔的个数，从5个减少到3个等；但是不能改变邮票孔链接区位置和大小。		是						若修改邮票孔设计，需提EQ确认

						实连接		18-4		当前实连接的倒角处外形类似于邮票孔似破非破，容易生产毛刺，且工艺处理非常困难		1、有小孔的实链接，按照直径1mm制作，允许此类小孔铣破四分之一
2、无小孔的实链接，按原稿制作。		否		实连接图示

						拼板分板方式		18-5		拼板设计间隙宽度≥40mil和设计间隙≤20mil的制作。		当拼板的间隙宽度≥40mil时为铣槽，设计间隙≤20mil时为V-CUT板。		是						删除原5mil或20mil间隙值，统一按照≤20mil描述

						拼板测量		18-6		拼板设计外形测量。		A、多行多列拼板（或单行多列拼板）的单元板与单元板（或单元板与辅助边）间的V-CUT，以间隙中心线做为加工中心线和单元板尺寸测量基准线。
B、多行单列拼板的单元板与辅助边间的V-CUT，以单元板边做为加工中心线和单元板尺寸测量基准线；单元板与单元板间的V-CUT，以间隙中心线做为加工中心线和单元板尺寸测量基准线。		否						拼板间连接方式为铣槽的，需要添加邮票孔，具体位置通过EQ确认。

						拼板		18-7		存在老单板仅在归档框的SPELL MODE中标识了拼板方式如“3x4”，但在绘图区未画出拼板的框线示意图		绘图区有画出拼板框线示意图的以绘图区为准，绘图区未画拼板框线图的，以归档框SPEEL MODE标识为准。		否		拼板说明

						单元板拼板		18-8		光绘文件只提供了单元板外形，没有进行光绘拼板。		除辅助边及隔筋（包括实连接和邮票孔）以外的所有元素均需要复制，拼板完成后的图片需要华为确认。		是		辅助边/辅助块

		19		线路和图形		非功能焊盘		19-1		非厚铜板的多层板内层有独立焊盘（即非功能焊盘）处理方式。		原文件有标注非功能焊盘如何处理的按照标注执行。
原文件未说明非功能焊盘如何处理的，默认孔径＜1.25mm的非功能焊盘删除，
孔径≥1.25mm的非功能焊盘必须保留。		否				对于厚铜板，按顾客要求，没有要求时，按刚标；若顾客要求与刚标冲突时，EQ确认

						花焊盘连接点少于2个		19-2		平面层花盘如果设计出现接触点少于2个		允许厂家调整花焊盘的方向，以确保至少有两个点和铜皮相连。		否

						断头线		19-3		对单板线路上的一些断线头，供应商判断可能存在加工风险的情况。		处理方式工程EQ确认是否加宽或删除。		是

						板边电镀		19-4		目前华为设计通过drill层板边高亮标识线指出电镀区域，而在B/T面阻焊在板边镀铜区域未做避让，存在成品油墨入板边电镀/侧壁金属化槽区域的问题。		板边电镀区域在双面阻焊单边增加6mil开窗,避免油墨入金属化边缘		否

		20		金手指		金手指引线		20-1		金手指设计，但未有镀金引线设计,且不是分级金手指设计，未说明不允许镀金引线残留在成品PCB上		对于普通金手指板，如果文件没有特殊说明，允许为金手指添加镀金引线，且允许镀金引线残留在成品PCB上。		是		金手指引线		金手指单板，除非单板有明确要求引线处理方式，在文件没有特别说明的情况下，都需要确认引线残留问题		普通金手指：单排、金手指长度一致的金手指设计。

						金手指导角		20-2		1.6mm厚的板设计有金手指。		在smartdrill层对金手指无特殊说明的情况下允许按照附表处理		否		金手指倒角

						金手指阻焊桥		20-3		若金手指顶部与其附近的焊盘太近时，导致金手指开窗与焊盘开窗间的阻焊桥不足0.5mm时		允许阻焊盖上金手指顶部，满足阻焊桥为0.5mm		否

		21		阻焊问题		非金属化孔阻焊		21-1		非金属化孔阻焊开窗露线		则允许修改非金属化孔的开窗，以保证导线不露铜。非金属化孔文件未开窗时（保证油墨不入孔即可）		否

						SMT间距		21-2		1、有些SMT焊盘间距小≤9mil，设计有绿油桥
2、0.4mmQFN器件绿油桥加工问题		1、无特殊说明的情况下：焊盘之间的间距≥9mil时，都不能删除绿油桥;
2、对于引脚间距（A）≤0.4mm，且焊盘之间间距（B）≥7.75mil的器件：（详见链接图示）
（1）如果光绘文件有绿油桥则需要加工出绿油桥，如果绿油桥加工不出来或者要删除的要经过工程EQ确认。
（2）如果光绘文件没有绿油桥，则厂家自行选择添加或不加工绿油桥。		是		密间距SMD焊盘说明				如果绿油桥加工不出来或者要删除的要经过工程EQ确认

						过孔阻焊		21-3		过孔双面阻焊开小窗，尺寸比孔大比焊盘小(阻焊开窗尺寸比孔大5mil)，在生产过程中对位偏位导致孔内绿油显影冲不掉，产生绿油堵孔，最终藏锡珠。		a、若过孔阻焊窗大于或等于（设计孔径+7mil），可按照光绘做。
b、若过孔有阻焊窗但小于（设计孔径+7mil），可按照（孔径+7mil）制作。		否

		22		间距问题		Line to Line		22-1		Line to Line间距过小，导致供应商无法加工		允许移动线路，但是要工程EQ确认。		是

						Line to Pad		22-2		Line to Pad间距过小，导致供应商无法加工		工程EQ确认。		是

						镭射Pad到Pad		22-3		同网络镭射Pad到Pad间距过小，导致供应商无法加工		工程EQ确认。		是

						铜皮间隙		22-4		SMD焊盘和周围铜皮间隙过小，干膜附着力差，容易脱落，粘到其他地方，导致该有铜的地方被蚀刻掉		允许刮周围铜皮，保证SMD焊盘到周围铜皮间距6mil，同时要保证不和其他加工要求产生冲突。		否

		23		其他		NetList		23-1		华为提供的设计资料中没有包含NetList文件，建议忽略NetList文件，按Gerber制作；		忽略NetList文件，按Gerber制作；		否

						生产混板/混料		23-2		为避免生产过程中的混板/混料问题，需要在PCB上做标识		在原文件UL Logo标识区域附近添加供应商厂内料号。		否						在辅助边通过打半孔进行区分的，需要EQ确认。

						拼板单元报废
(拼板数量≥3*5或终端转华技)		23-3		华技编码文件未标注X-out且拼板数量≥3*5或者编码为华为终端转华技， PCB厂家询问多拼板单元报废接受问题		1、终端转华技编码参照《PCB物料包装标识存储运输规范》执行，无需EQ确认。涉及X-OUT单元报废标识问题需提EQ确认。 
2、拼板数量≥3*5拼板：如图纸未明确X-out, 厂家邮件同研发工艺 确认，再需提 EQ 进行确认。		是

						UL标识授权		23-4		供应商因某项技术未获得UL认证，要求在PCB上取消印制UL标识。		1、原则上所有PCB必须添加UL。如PCB只用于验证，华为不对市场发货，不转量产，允许提EQ确认不加UL；请厂家提EQ前先与华为研发确认是否“只用于验证，华为不对市场发货，不转量产”，EQ由TQC确认(附确认邮件截图)。 
2、所有单板必须添加厂家LOGO。 		是
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说明链接

		问题编号		说明文字		图示

		3-1		平面层花盘参数表

各厂家根据自己的参数可以在此基础上作一定的设计修改，但修改范围不得大于表中值的±10%。













		6-5







































































		7-5		星月孔：用于螺钉装配，周边的8个过孔为12mil。

		7-7		泪滴：在导线与焊点或导孔的连接处有一段过渡的区域，叫做泪滴
合格：内外层功能孔盘允许添加泪滴焊盘，且泪滴设计符合下述①或者②要求，实际尺寸偏离设计尺寸不超过+/-2mil。 必须保证泪滴到周围图形的安全间距，间距不足时允许削泪滴。
不合格：泪滴不满足上述要求。



































		8-4		背钻说明图示

		9-7		部分单板的drill文件中包含“Multiple plated thru holes to ground”的描述，制作时忽略即可；

		10-1		非金属化孔在铜面上：
允许削铜箔至间距10mil以避免露铜。

		10-3		辅助边、实连接、邮票孔属于板外，单板上器件延伸的焊盘、钻孔、铜箔允许删掉。

		10-4		板边图形



		11-11		历史单板板名

		14-1		ICT测试孔说明

ICT测试孔是进行In-Circuit Test时使用的一种特殊过孔，是普通过孔与ICT测试点的一种组合方式。按ICT测试点与过孔间的相对位置，可以分为普通ICT测试孔与偏盘ICT测试孔两种；

普通ICT测试孔：当ICT测试点圆心与过孔圆心重合时称之为普通ICT测试孔，详见右侧图形所示(老单板的阻焊开窗为d+5mil)，非测试面按d+7mil制作开窗,测试面开窗比焊盘单边大3mil；

偏盘ICT测试孔：当ICT测试点圆心与过孔圆心不重合时称之为偏盘ICT测试孔，详见右侧图形所示；非测试面按d+7mil制作开窗,测试面开窗比焊盘单边大3mil)		


		14-2		散热焊盘和散热过孔设计图示

				A:按全塞孔制作，双面都加绿油帽，绿油帽直径≤设计孔径（成品孔径）+10mil.
B:按半塞孔制作，一面亮铜，另一面加绿油帽，绿油帽直径≤设计孔径（成品孔径）+10mil.


		14-3		塞孔类型































































































		17-1		网格铜的一种设计形式

		17-2		         Mark点禁布区

基准点（Mark点）禁布：以基准点为圆心，直径A=6mm的圆形区域内部能禁止有与Mark点有形状、颜色相近设计（焊盘、过孔、亮铜、测试孔、表层碎铜、等）
多层板内层禁布要求：基准点为中心直径3.0mm区域内PCB 次外层的铺铜要求连续或全部挖空。

		17-3		无铜区规则图示















		17-4		铣薄区0.5mm间距图示

		18-4		          实连接图示

1、禁止修改、移动实连接/邮票孔的位置与大小。
2、阻焊开窗区域的内外层，禁止铺铜、走线。阻焊开窗外扩0.5mm 区域表层禁止铺铜、走线、过孔。
3、旧封装实连接、邮票孔，以边角小孔形成的矩形区内禁布走线、过孔、铺铜。边角上的类似小孔允许铣破1/4.







		18-7		         拼板说明图示

拼板数量以绘图区示意图和框线图
SPELL MODE 为准





		18-8		单元板：实际PCB区域。

辅助块：PCB内（开窗区域）、板边、     板角落用于补齐缺口而添加的区域。

辅助边：X或Y方向上与单元板长度一致，与单元板通过实连接（或邮票孔）连接。



		20-1		金手指引线




		20-2		金手指倒角

		21-2		密间距SMD焊盘说明
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4mil

泪滴焊盘：
直径=设计焊盘直径-8mil

孔盘中心

泪滴焊盘中心：
在孔以及导线中心连线上

导线

①：圆形泪滴

A

L

5mil

孔盘

孔中心

泪滴线宽=0.5*L

导线

②：线形泪滴

泪滴线和孔盘外边缘相切

残柱

未钻穿层

钻穿层
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网络能源产品PCB通用板材库



				板材库名称：网络能源产品PCB通用板材库/Ordinary PCB Materials List for Network Energy

				总体应用原则		1、PCB板材必须经过“PCB UL TYPE”报备方可用于网络能源产品。
2、现有板材库内的板材申请新的“PCB UL TYPE”，必须向华为TQC申请“PCB UL TYPE”报备方可使用。
3、现有板材库外的新增板材，必须向华为TQC申请经过PCN认证，且“PCB UL TYPE”报备方可使用。

				注意事项：
1、网络能源产品PCB通用板材库适用于以下范围：
1）新编码(设计时间在2018年10月1日及以后)，Smartdrill层备注" MATERIAL: REFER TO ORDINARY PCB MATERIALS LIST FOR NETWORK ENERGY"。
2）老编码(设计时间在2018年10月1日以前)，表面处理为LF-HASL或者板名以"EN"开头且板材无其它特殊要求的编码。


				板材供应商		板材型号


z00365622: z00365622:
要求提供UL证书上的基材型号		阻燃等级
(FR-4.0或FR-4.1)		Tg点		对应PCB UL TYPE：MOT		是否无卤		备注

				联茂		IT-158		FR-4.0		150		130		否

				台湾南亚		NP-155F		FR-4.0		150		130		否

				上海南亚		NY2150		FR-4.0		150		130		否

				生益科技		S1000		FR4.0		150		130		否

				生益科技		S1000H		FR-4.0		150		130		否

				台耀		TU662		FR4.0		150		130		否

				台光		EM825		FR4.0		150		130		否

				台光		EM827		FR-4.0		170		130		否

				联茂		IT180A		FR-4.0		170		130		否

				南亚		NP-175FTL		FR-4.0		170		130		否

				生益科技		S1000-2		FR-4.0		170		130		否

				生益科技		S1000-2M		FR4.0		170		130		否

				生益科技		S1190		FR4.0		170		130		否

				台耀		TU768		FR-4.0		170		130		否

				ISOLA		370HR		FR-4.0		180		130		否
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二次电源模块厚铜PCB板材库



				板材库名称：二次电源模块厚铜PCB板材库/DC-DC Power Module PCB Materials List

				总体应用原则		1、PCB板材必须经过“PCB UL TYPE”报备方可用于网络能源产品。
2、现有板材库内的板材申请新的“PCB UL TYPE”，必须向华为TQC申请“PCB UL TYPE”报备方可使用。
3、现有板材库外的新增板材，必须向华为TQC申请经过PCN认证，且“PCB UL TYPE”报备方可使用。

				注意事项：
1、二次电源模块厚铜PCB板材库适用于以下范围：
1）新编码(设计时间在2018年10月1日及以后)，Smartdrill层备注"THIS BOARD IS A DC-DC  POWER MODULE"，或者"MATERIAL: FR4 Tg>=170 degC AND REFER TO DC-DC POWER MODULE PCB MATERIALS LIST"(按Tg要求选择板材)。
2）老编码(设计时间在2018年10月1日以前)，板名以"EN41"或者"PW11"或者"PW13"或者"PW22"或者"EN42"开头的单板，以及4个单板："03010HNK"、"03010HUU"、"03010HSG"、"03010HSF"。


				板材供应商		板材型号


z00365622: z00365622:
要求提供UL证书上的基材型号		阻燃等级
(FR-4.0或FR-4.1)		Tg点		对应PCB UL TYPE：MOT		是否无卤		备注

				生益科技		S1000-2		FR-4.0		175		130		否

				生益科技		S1190		FR-4.0		200		130		否		也可适用于厚铜薄介质应用场景；
core 3mil/PP3.5mil，耐压1500VDC
core 3.5mil/PP4mil，耐压4242VDC

				联茂		IT180A		FR-4.0		170		130		否

				台光		EM827		FR-4.0		170		130		否

				ISOLA		370HR		FR-4.0		180		130		否		也可适用于厚铜薄介质应用场景；
core 3mil/PP3.5mil，耐压1500VDC
core 3.5mil/PP4mil，耐压4242VDC

				台光		EM825		FR-4.0		150		130		否

				联茂		IT158		FR-4.0		150		130		否
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能源适配器PCB无卤板材库



				板材库名称：能源适配器PCB无卤板材库/ Adapter's PCB Materials List for HALOGEN-FREE

				总体应用原则		1、PCB板材必须经过“PCB UL TYPE”报备方可用于网络能源产品。
2、现有板材库内的板材申请新的“PCB UL TYPE”，必须向华为TQC申请“PCB UL TYPE”报备方可使用。
3、现有板材库外的新增板材，必须向华为TQC申请经过PCN认证，且“PCB UL TYPE”报备方可使用。

				注意事项：
1、能源适配器PCB无卤板材库适用于以下范围：
1）板名以"EN"开头且Smartdrill层备注"ALL MATERIALS WITHIN THIS BOARD SHALL BE HALOGEN-FREE"。

				板材供应商		板材型号


z00365622: z00365622:
要求提供UL证书上的基材型号		阻燃等级
(FR-4.0或FR-4.1)		Tg点		对应PCB UL TYPE：MOT		是否无卤		备注

				南亚		MPG-150N		FR-4.1		150		130		是

				生益科技		S1150G		FR-4.1		155		130		是

				台光		EM-370（5）		FR-4.1		155		130		是

				台光		EM285		FR-4.1		150		130		是

				台耀		TU-862 HF		FR-4.1		170		130		是

				松下		R-1566WN		FR-4.1		148		130		是
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逆变器PCB板材库



				板材库名称：逆变器PCB板材库/ Solar Inverter's PCB Materials List

				总体应用原则		1、PCB板材必须经过“PCB UL TYPE”报备方可用于网络能源产品。
2、现有板材库内的板材申请新的“PCB UL TYPE”，必须向华为TQC申请“PCB UL TYPE”报备方可使用。
3、现有板材库外的新增板材，必须向华为TQC申请经过PCN认证，且“PCB UL TYPE”报备方可使用。

				注意事项：
1、逆变器PCB板材库适用于以下范围：
1）新编码(设计时间在2018年10月1日及以后)，Smartdrill层备注" MATERIAL: REFER TO SOLAR INVERTER'S PCB MATERIALS LIST"。
2）老编码(设计时间在2018年10月1日以前)，板名"ENC"、"END"、、"ENE"、"ENF"、"ENG"、"ENH"开头的编码。

				板材供应商		板材型号


z00365622: z00365622:
要求提供UL证书上的基材型号		阻燃等级
(FR-4.0或FR-4.1)		Tg点		对应PCB UL TYPE：MOT		是否无卤		备注



				联茂		IT-158		FR-4.0		150		130		否

				台湾南亚		NP-155F		FR-4.0		150		130		否

				生益科技		S1000H		FR-4.0		150		130		否
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网络能源产品PCB板材库V1.0（UL备案20180824）

		板材
供应商		板材型号

z00365622: z00365622:
要求提供UL证书上的基材型号		通用		二次电源厚铜		逆变器		适配器无卤		快捷

		联茂		IT-158TC		Y		Y		Y

		南亚		NP-155FTL		Y				Y

		上海南亚		NY2150		Y

		生益		S1000		Y

		生益		S1000H		Y				Y

		台耀		TU-662		Y

		台光		EM-825		Y		Y

		台光		EM-827		Y		Y

		联茂		IT-180ATC		Y		Y						M2

		南亚		NP-175FTL		Y

		生益		S1000-2		Y		Y						ML-7

		生益		S1000-2M		Y

		生益		S1190		Y		Y

		台耀		TU-768		Y								M1-1,M12

		Isola		PCL-FR-370HR		Y		Y

		南亚		NPG-150N								Y

		生益		S1150G								Y

		台光		EM-370(5)								Y

		台光		EM-285								Y

		台耀		TU-862 HF								Y

		松下		R-1566WN								Y
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1, 华为产品分级：共分为Class 1，Class 2，Class 3，默认为Class 2；

2, 华为产品应用类别：

Use A：安装时需具有可挠的能力

Use B：能承受反复多次的弯曲

Use C：较高的环境温度（105℃以上）。

Use D：需要UL认证。

 默认同时符合Use A和Use D。

3, 文件优先顺序

当各条款出现冲突时，按如下优先顺序处理:

· FPC工程确认邮件

· FPC设计文件

· 本FPC检验标准

· 供货质量保证协议

· IPC相关标准

4, 材料要求

4.1 压合介质:华为热压合冷压，也就是纯胶和3M胶都接受;

4.2 铜箔:默认纯挠性板和刚挠板的柔性部分都选用压延铜箔，对于部分没有动态弯折要求的部分可以选用电解铜箔;

4.3表面处理以及镀层要求

		表面处理



		镀层

		镀层厚度要求



		用于板边接点而不用于焊接的金层

		≥ 0.8 um



		用于焊接的金层

		0.05～0.15 um 



		板边连接和焊接用的镍层

		≥ 2.5 um



		焊盘表面的锡铅层

		BGA（2-40），非BGA（1-40）



		OSP

		0.15～0.50um



		沉银

		0.15～0.5um



		沉锡

		0.7～1.2um



		面铜及孔铜



		板面和孔壁最小铜厚

		2级标准

		1级标准



		有PTH的2层FPC

		≥ 15 um

		≥ 12 um



		有PTH的多层FPC

		≥ 25um

		≥ 20um



		PTH在刚柔板的刚性部分

		≥ 20um

		≥ 18um



		盲孔最小铜厚

		≥ 18um

		≥ 15um



		埋孔最小铜厚

		≥ 18um

		≥ 15um







5, 尺寸要求

5.1 孔径以及孔位公差要求

		类型/孔径

		Φ≤0.31mm

		0.31mm<Φ≤0.8mm

		0.8mm<Φ≤1.60mm

		1.6mm<Φ≤2.5mm

		2.5mm<Φ≤6.0mm

		Φ>6.0mm



		PTH孔

		+0.08/-∞mm

		±0.08mm

		±0.10mm

		±0.15mm

		+0.15/-0mm

		+0.3/-0mm



		NPTH孔

		±0.05mm

		±0.05mm

		±0.08mm

		+0.10/-0mm

		+0.10/-0mm

		+0.3/-0mm





孔位精准度：±0.076mm之内。

5.2 焊盘尺寸

		SMT焊盘

		＋10％/－10%



		插件焊盘

		±2mil





5.3 外层孔环：不允许破盘

5.4 翘曲度

仅针对其中的刚柔板的刚性部分或增强片部分：

   有SMD：≤0.75%

   其他：≤1.5%  

5.5 外形尺寸公差

默认±0.25mm

6,产品标识

标记优先加在TOP面，TOP面加不下时可加BOTTOM面，空间允许的情况下尽量加UL标记，周期格式默认为YYWW，也可以使用蚀刻或阻焊的方式增加标记，优先采用蚀刻方式.标记不要印在弯折区，以免使用过程中脱落.

7,叉板要求

刚柔板拼板允许X-Out，有X-out的刚柔板需要单独包装，报废单元总数不超过交货单元数的20%。   

		拼板中单元数

		2～3

		4～5

		≥6



		X-out

		1

		2

		3










短距光模块PCB

1.定义：

    板名以OM开头（如OM3920X1PTX Ver.B），且有DB pad、WB pad和金手指的PCB为短距光模块PCB  

		缩略语

		英文全名

		中文解释



		COB

		Chip On Board

		裸芯片在板



		DB

		Die Bond

		裸芯片固定



		WB

		Wire bond

		引线键合





2.  短距光模块PCB关键区域定义：

[image: ]

[image: ]

3.如果为短距光模块PCB

     [image: ]

4.给生产提供关键尺寸图纸：

      [image: ]

[image: ]

     [image: ]

5.ERP终检备注:

    金手指镀金引线残留长度≤0.127微米
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终端顾客W023增加如下要求：


      1、 阻焊厚度：


.                         [image: image1.png]



 图一   阻焊塞孔图示。

          01005指元器件规格型号（英制）即为0.1英寸（长度）* 0.05英寸（宽度）的器件；简称01005。

其焊盘开窗尺寸为：长8mil * 宽6mil，见下图；是目前最新的超小型元器件

[image: image2.png]





图二  01005阻焊开窗示意

（1）对于含有等于和大于0.5mm pitch的BGA或无BGA的图形，其阻焊允收标准


10um≤铜面上阻焊厚度≤30μm，阻焊超出焊盘高度≤30μm，


阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L不得高于邻近焊盘上表面35μm（如上图一：阻焊塞孔图示）

（2）对于含有0.4mm pitch的BGA，其阻焊允收标准：


10um≤铜面上阻焊厚度≤25μm，阻焊超出焊盘高度≤25μm


      阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L不得高于邻近焊盘上表面30μm（如上图一：阻焊塞孔图示）。


（3） 对于含有01005焊盘，其阻焊允收标准（01005器件如图二）：

8um≤铜面上阻焊厚度≤20μm um，阻焊超出焊盘高度≤20μm


      阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L不得高于邻近焊盘上表面25μm（如上图一：阻焊塞孔图示）。


线拐角处阻焊厚度≥4um；

孔口阻焊厚度须满足大于4um的要求

2.表面处理

   表面处理镀层性能指标要求

		表面处理类型

		镀层类型

		镀层厚度要求



		

		

		1级标准

		2级标准



		沉金

		Au

		0.03～0.15um

		0.05～0.15um



		

		Ni

		2.5～8.0um

		3.0～8.0um



		金手指

		Au

		≥ 0.8um



		

		Ni

		2.5 um～8.0um



		沉镍钯金

		Au

		0.015～0.05um



		

		Pd

		0.05～0.15um



		

		Ni

		2.5 um～8.0um



		OSP

		OSP

		0.18～0.45um



		碳油

		导体图形上方

		10～50um，Cpk≥1.33



		

		阻焊油墨上方

		12～32um，Cpk≥1.33





3．  孔径公差

     孔径尺寸公差

		    孔 径

类 型

		≤0.31mm

		0.31＜∮≤0.8mm

		0.8mm<∮≤1.60mm

		1.6mm<∮≤2.5mm

		2.5mm<∮≤6.0mm

		∮>6.0mm



		PTH孔

		+0.08/∝mm

		±0.075mm

		±0.075mm

		±0.10mm

		+0.15/0mm

		+0.3/0mm



		NPTH孔

		±0.05mm

		±0.05mm

		±0.05mm

		±0.075mm

		+0.10/0mm

		+0.3/0mm





备注：对于FR-1或CEM-1板材，如华为终端公司许可后，采用冲孔方式加工，则其孔径公差为：

孔径≤0.8mm时，尺寸公差为±0.10mm；

孔径＞0.8mm时，尺寸公差为±0.20mm。

4 导体公差   

		导体图形类型

		1级标准

		2级标准



		SMT焊盘

		焊盘边长或BGA焊盘直径≤200um

		设计值+10％/-15％

		设计值±20um



		

		焊盘边长或BGA焊盘直径＞200um

		设计值±30um

		设计值±25um



		走 线

		50≤线宽＜75um

		设计值±30%

		设计值±15 um



		

		75um≤线宽≤150um

		设计值±20％

		设计值±15％



		

		线宽＞150um

		设计值±30 um

		设计值±20um



		插 件 焊 盘

		设计值±50um



		基 准 点

		设计值±50um





5  板厚公差：

		PCB板厚 

		1级标准 & 2级标准 



		H＜0.5mm 

		±0.05mm



		0.5≤H＜0.8mm 

		±10%



		0.8≤H≤1.0mm 

		±0.08mm 



		H＞1.0mm 

		±10% 





6 外形公差：

   表13、PCB外形尺寸公差要求

		项  目

		外形尺寸(mm)

		1级标准 & 2级标准公差（(mm)



		

		

		HDI板

		通孔板



		出

货

单

元

		L≤30

		±0.10



		

		30＜L≤60

		±0.12



		

		60＜L≤90

		±0.15



		

		90＜L≤120

		±0.15



		

		120＜L≤180

		±0.15



		

		L＞180

		±0.15





7.  V-CUT

		板 厚

		双面V-cut保留部分板厚公差



		h≤0.8mm

		b＝0.35±0.1mm



		0.8＜h＜1.6mm

		b＝0.4±0.1mm



		h≥1.6mm

		b＝0.53±0.13mm





8. 产品标识

供方（厂家）应在光绘文件Drill层指定位置用白色标记油墨丝印出厂家Logo、生产周期、UL标志及Pcs Number等信息；若无丝印层，供方可在PCB的非功能区或非标记禁布区用蚀刻方式或阻焊油墨开窗方式做标识；如光绘文件中未指定位置，须工程确认。

Pcs Number须采用数字或字母组合的方式，推荐选用两组数字组合的方式；要求可以追溯到单个Unit在Work Panel上的位置。

如下图样例所示：

Pcs Number信息为11-2，2为该Unit在出货单元上的位置，11为出货单元在Work Panel上的位置。
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图1 Pcs Number示意图

9.  金属化半孔PCB光板在回流前后翘曲度均须满足≤0.5%

11   V-cut槽或铣槽距离金属化半孔边缘长度≥0.20mm；
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图2 金属化半孔与V-cut槽边缘距示意图

10.  翘曲度：

		PCB类型

		板厚厚度

		最大翘曲度D



		通孔板

		无需SMT的PCB

		0.7％



		

		板厚＜1.6mm的SMT板

		0.7％



		

		板厚≥1.6mm的SMT板

		0.5％，同时最大弓曲变形量0.75mm



		HDI板

（无二次贴装）

		0.8≤板厚＜1.6mm的SMT板

		0.7％



		

		0.6≤板厚＜0.8mm的SMT板

		0.5％



		

		板厚≥1.6mm的SMT板

		



		HDI模块板(LGA)


（须二次贴装）

		1.0≤板厚＜1.6mm的SMT板

		0.5％
















